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Zuaarninenfassung: 





Die Erfindung beschreibt erne Methods zum Immobilisieren von Verbindungen, insbesondere von MoleklUen, 
auf festen TrAgem, bestehend aus: Beschichten des Trftgers mit einem Polymer und Immobilisieren der 
Verbindimg aufdem Trager nut Hilfe des Polymers. 

Stand der Technflr; 

^^VerpTOfcungstechnitei,, bei denen mehrcre ICs in einem Gehause untergebracht werden sind im Stand er 
Technik befcannt Dabei werden z.B. beim stacked-die-Aufbau hfiufig Zwischenschichten aus Polymeren 
vei^det, welcbe die Verbindung der ubereinander gestapelten ICs herstellen und gleichzeitig die u.U. 
empfindbcheOberaeite des unteren Chips mechanisch schfitzen helfen. Die Her$teUung solcher Schichten 1st in 
eungen Fahriken Tea des Serien-Hqcstellungsprozesses und insbesondere kBnnen die Dicken soldier Schichten 
im Bereich wemger um und sogar darunter genau eingestellt werden. 

Zur Biokonjugation an anorganische Substrate werden im Nonnalfell Cross-linker verwcndet, zJB. Silane, die 
eme Veibmdnng zwwchen der anorganischen Scnicht undden BiomoJekOlen herstellen. Solcbe Verbindraigen 
sum. zjb. m der BP 1 1 04 28 beschrieben. 

Beschreihupg der Erfim-hm^ 

Die Erfindung besteht aus fblgender Melhode zur Verbindimg von Biomolekulen mir einer weitgehend planaren 
anorgaiHschen ' Oberfflche. Die oberflache wird zunacbst mit einer organisohen Polymer Oberzogen, wobei mit 
Hflfe eines in der Halblertermdusme Qblichen Maskenprozesses aucfa Tefle der Oberflsche ausgeLpart werden 
konnen, Z.B. urn spater die elektrischen Bonds an dem Chip anzubrmgen, ,oder aus anderen Grimden Teile der 
^^t^Z°Ji%? u ° he ? ? berfIache imbedecktzu lessen, oder nmgekebrt nur solcho bestimmte Stellen der 
anorganischen Oberfflche nut dem Polymer zu beschichten, an denen spater die Biomolekffle haften sollen. 

In einem zweiten Schritt wird die Polymerschicht mit organfschen Molekfllen, die mit dieser eine Verbindimg 
emgenen konnen, m Komakt gebracht und zwar so, daB diese ortsspezifisch gebnnden werden, damit z.B ehf 
i dfflnnKrlicgend Sensorelemente Mcssungen, die Eigenschaften dieser Biomolekule oder chemische Reaktionen 
welche m deren Umgebung stattfmden betreffend. vomehmen kOnnen. Beispielsweise kBnnen AntikSrper an 
SSTr ohexB ^^ m Polyimide oder Polystyrol, mit denen Halbleiterschaltungen leioht beschichtet 
werden konnen, gut gebunden werden, so dafl sich anschlieBend klassische Nachweisreakdonen wie Z.B. EUSA 
KeaKtionen durchruhren lassen. 

'i 

^^^ A ^^^^.^^^^ ^^BestrahlungmitUV 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhnmgsfbrm kann die Polymere Oberflache durch Plasmaprozesse beliebia 
positrv Oder negati v geladen werden. urn eine bessere Benetzbarkeit und/oder eine bessere Bmdung der 
BiomolekQle zu errcichen. 

i ' 

Wait man das Polymer geeigoet aus, 2LB. Polyimide, lassen sich auch weitere ICs oder sogar zusStzliche 
Mfcrosysteme mrt dferselben anorganischen Oberflache, zJB. einer Halbleiterschalmng industoell zu einem 
System verbmaen. 

a^^^i^eb^cht^d^^^ ***** *** Polymer zusatdich elektrisch isolierend gegenflber einem IC 

W . e Sf fldPla ^ Oberflachenmit geringer Rauhigkeitwie z3. IC Oberflachen, wobei jedoch lokrie 
mikroakopiscbe Strukturen, die z.B. zur Aumahme von Biomolekulen geeignet wfiren zugelassen sind. 

Biomolekttle: Protege, Peptide. Nukleinsauren, Zucker, Zelhnembranbestandteae, Hormone. 

Anorganische Oberflachen, beispielsweise IC Oberflachen, Glas, Silizium, Siliziumdioxyd, Nitrid, Keramik. 
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Ansnruche: t 

1. Methode zum Immobilisieren von Biomolekfllen auf Oberflficben bestehend axis: 
Beschichten einer weitgehend plaren Oberfiache imt rinern Polymer. 

. . homobilisienjTi von BiomolekQlen auf dieser ObaTflache rnittels des Polymers. 

2. Methode nachAnspruch 1 bei der das Polymer erne hytophobe Oberfiache ansbildet mid damit die 
Oberfiache gegenuber wassrigen Medien elektrisch isoliert 

3; Methode nach Anspmcb l oder Anspruch 2, bei der das hydrophobe Polymer Polymud oder Polystyrol ist. 

4: Methode nach einem der vorgehenden Aiisprfiche, bei der das Polymer hut in. vordefinierten Bereicben auf 
die anorganische Oberfiache aufgetragen wird, 

5 Methode nach einem der vorgehenden Anspriiche, bei der die Oberflache des Polyme^ durcb 

Plasmabehandlung positiv oder negativ oder an unterscbiedlicheri Stellen unterschiedhch elektnsch geladen 
wird, ' 

6. Methode nach emem der vorgehenden Anspriiche, bei der ein Teil der polymeren Oberflfiche fur die 
Aufbringung mit einem zusStzlichcn JC oder einem Mikrosystem genulzt wird. 



